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1. はじめに

　従来，電子機器の小型化，軽量化の要求には，LSIパッ
ケージやチップ部品類そのものを小型化して，実装面積を
小さくすることで対応してきた。しかし，スマートフォン
に代表される携帯端末のさらなる小型化，多機能・高性能
化を実現するためには，新たに 3次元的な実装技術の開発
が求められている。
　3次元的な実装技術の一工法である部品内蔵基板技術は，
基板表面に実装していた LSIや部品を基板の内層に実装す
ることで，実装面積を縮小できる技術である。また，表面
実装の場合に比べて部品を配置する自由度が高くなり，部
品間における配線距離を短縮できるため高周波特性が改善
できるなど，高性能化も見込める技術である。さらに，基
板に内蔵された部品は周辺環境の影響を受け難くなり，部
品の信頼性の向上も期待できる技術である。既に，チップ
部品を内蔵した基板をスマートフォンのメインボードに採
用した例も報告されている 1),2)。
　本報では，電子部品の小型化，多機能・高性能化を可能
にする部品内蔵基板について，圧接工法で接合した LSI内
蔵基板に着目し，その信頼性や製品適用時に課題となる基
板の反り評価について，われわれの取り組んだ内容 3)を中
心に紹介する。

2. 内蔵する LSIの接合方法

　内蔵基板における LSIの接合方法としては，LSI端子表
面の絶縁膜中にレーザビアを形成し，めっき銅で直接接続
をとる方法 4)と内層基板にフリップチップ実装で接合する
方法がある。ここでは，内層基板にフリップチップ実装で
接合する方法について述べる。また，LSIをフリップチッ
プ実装する技術は，バンプの材質や接合方法の種類によ
り，超音波接合方法 5)なども含めさまざまな工法が報告さ
れている。
　特に代表的な 3つの例をその工法の特徴とともに表 1に
示す。民生機器向けには，LSI端子のファインピッチ化へ
の対応が可能なこと，低コストであることから，金スタッ
ドバンプを用いる圧接工法や金スタッドバンプとはんだを
用いる工法が適している。はんだバンプそのものを接合に
用いる場合も含め，はんだを用いる工法では，接合時には
んだが溶融するため金属接合が形成され信頼性の高い接合
が得られる。
　金スタッドバンプを用いる圧接工法は，LSIに荷重を加
えながら金スタッドバンプと基板側の電極を接合させた状
態で，あらかじめ基板電極上に塗布しておいたアンダー
フィルの NCP (Non-Conductive Paste)を硬化させて接合する
方法である。この工法では，短時間でNCPの硬化が可能で
あるためコストが低減できるという特長を有しており，主
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表 1.　LSIの各種接合方法の比較
工法名 圧接（金バンプ） 金－はんだ C4（はんだバンプ）

断面構造

接合原理 NCP材の接着力および硬
化収縮力により接合を保持 はんだ溶融による金属接合 はんだ溶融による金属接合

主な用途 民生機器 民生機器 ハイエンド機器
メリット 低コスト（短タクト） 狭ピッチ対応 多ピン対応
デメリット 接続信頼性 多ピン対応 高コスト


